
デバイスを駆使し、
高める大腸癌手術のクオリティ
～結腸と直腸～

第101回大腸癌研究会学術集会
ランチョンセミナー6

共催：第101回大腸癌研究会学術集会
コヴィディエンジャパン株式会社

金光 幸秀　先生
国立がん研究センター中央病院  大腸外科

浜部 敦史　先生
大阪大学大学院医学系研究科  外科学講座
消化器外科学

小倉 淳司　先生
名古屋大学医学部附属病院  消化器・腫瘍外科

日時

第4会場  名古屋コンベンションホール 4F  大会議室407会場

座長

演者

2024年7月12日（金）  11:30～12:20
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